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Сумский государственный университет, г. Сумы 
 
Малогабаритные перестраиваемые фильтры относятся к новому 

направлению развития элементной базы СВЧ электроники. Рассмат-
риваемый в работе тип фильтров охватывает частотный диапазон от 
1,2  до 12  ГГц.  Известно,  что габариты фильтров работающих в мил-
лиметровых и субмиллиметровых диапазонах длин волн укладывают-
ся в переделы 1,5 – 5 см2. В работах [1, 2] показано, что фильтры СВЧ 
могут заменить существующие приборы на железо-иттриевом гранате, 
диэлектрических резонаторах, приборы на варакторах и акустических 
волнах. 

В данной работе рассмотрены результаты численного моделирова-
ния фильтра, основанного на двух LC- резонаторах в сочетании с ко-
аксиальными линиями. Все элементы фильтра интегрированы в под-
ложку, причем предлагается новый метод интеграции, в котором не-
обходим, только один слой печатной платы. Кроме того, он не требует 
высокого разрешения травления металлических слоев. Такой метод 
построения основан на внедрении емкостных проводников в виде со-
средоточенных конденсаторов или разомкнутого коаксиального 
шлейфа. 

Установлено, что структура на основе коаксиального шлейфа пока-
зывает лучшие значения вносимых потерь по сравнению с аналогич-
ной моделью с сосредоточенными составляющими за счет увеличен-
ного объема фильтра. Вносимые потери зависят от ширины использу-
емой подложки. 

Показано, что модель на основе интегральных элементов можно 
эффективно использовать при этом погрешность на центральной ча-
стоте около 3,6% , а вносимые потери – 0.1 Дб. 

Работа выполнена в рамках г/б темы № 0112U001379. 
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